

Глава 5

Конструктивная спецификация

5.1. Краткий обзор



PCI плата расширения основана на заготовке печатной платы (см. рисунки 5-1 и 5-2), которая реализована очень просто в существующих разработках многочисленных изготовителей. Разработанная плата адаптирована к ISA. EISA и MC - системам. PCI платы разложения имеют два базисных коэффициента формы: стандартной длины и короткой длины. Стандартная длина платы обеспечивает площадь 49 квадратных дюймов. Короткая длина была выбрана для панельной оптимизации, чтобы обеспечить самую низкую стоимость. Короткая  плата также обеспечивает самую низкую стоимость при разработке системы с самым низким уровнем энергопотребления, и позволяет проектировать небольшие системы. Разъем для платы расширения предусматривает как 64-разрядные интерфейсы, так и 32 - разрядные.

PCI платы и разъемы имеют ключи для осуществления перехода 5В к 3.3В. Базисный 32-разрядный разъем содержит 120 контактов. Логическая нумерация контактов показывает 124 контактных опознавательных числа, но четыре контакта не представлены и заменены расположением самого ключа. При одной ориентации, ключ на разъем расположен так, чтобы можно было вставлять 5В - платы при передаче сигналов системы; если ключ повернут на 180°,  то можно вставлять платы с сигнальным напряжением 3.3В. Универсальные вставляемые платы предусматривают работу с 5В и 3.3В и имеют два паза - ключа, поэтому их можно вставлять в любой разъем. При наличии расширения до 64 разрядов, на том же самом разъеме, увеличивает общее число контактов до 184. 32-разрядный разъем подразумевает соответствующее напряжение для передачи сигналов, 32-разрядные платы и 64-разрядные платы взаимодействуют внутри классов напряжений передачи сигналов в системе, определяемых положением ключа в 32-разрядном разъеме. 32-разрядная плата идентифицирует себя для 32-разрядной передачи на 64-разрядном разъеме. 64-разрядная плата в 32 - разрядном разъеме может быть сконфигурирована для 32 - разрядных пересылок.

Максимальное рассеяние мощности платы кодируется на контактах PRSNT1# и PRSNT2# платы расширения. Такое аппаратное кодирование может считываться программным обеспечением системы после инициализации. Программное обеспечение системы может затем определять, является ли адекватным охлаждение и ток питания в системе для осуществления надежной работы во время инициализации и запуска. Обеспечиваемые уровни питания и их кодирование описываются в главе 4, "Электрическая спецификация".

PCI плата расширения включает в себя кронштейн для установки платы и ее закрепления. Объединительная плата - интерфейс между платой и системой. Объединительная плата была разработана с возможностью установки в нее плат расширения в ISA/EISA и MC - системах. 

�См. рисунки 5-4 и 5-5 для ISA/EISA - трансляций и рисунки 5-6 и 5-7 - для MC трансляций. На плате PCI должны быть кронштейны для каждого типа, чтобы конечные пользователи могли сконфигурировать плату для своей системы. ISA/EISA комплект содержит PCI кронштейн , от 4 до 40 шурупов и расширитель платы. Общая длина PCI платы расширения - как такой же MC - платы. Расширитель закреплен на передней части платы PCI, чтобы обеспечить поддержку стандарта ISA для направляющей части платы. MC - комплект содержит кронштейн MC, от 4 до 40 шурупов и фигурный кронштейн.

Составляющая сторона PCI платы расширения противоположна платам ISA/EISA и MC. PCI плата является зеркальным изображением плат ISA/EISA и MC. Целью PCI является реализация такого исполнения плат в системах с ограниченном числом слотов для этих плат. В этих системах PCI разъем платы расширения может сосуществовать внутри одного слота с ISA/EISA или MC разъемом расширения. Эти слоты называются общедоступными. Общедоступные слоты позволяют конечному пользователю устанавливать PCI, ISA/EISA или MC - плату. Однако, в общедоступный разъем одновременно может быть установлена только одна плата расширения. Например, общедоступные слоты в PCI системах с ISA шиной расширения могут размещать ISA или PCI плату расширения: общедоступные пазы в PCI - системах с MC - шиной расширения могут размещать MC- или PCI - плату расширения и т.д.

5.2. Физические размеры и допуски платы расширения



Максимальная высота верхней стороны PCI платы расширения не должна превышать 0.570 дюймов (14.48 мм). Максимальная высота задней стороны платы не должна превышать 0.105 дюймов (2.67 мм). На рисунке используется положение А, чтобы разместить PCI - плату горизонтально к интерфейсам выводной рамки, обратно от рамки и направляющей платы. Положение А реализовано через ключ на ребре платы и ключ на соединителе.

См. на рисунках с 5-1 по 5-10 физические размеры PCI - платы расширения.
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Рисунок 5-1: Заготовка PCI платы (5В)

��

Рисунок 5-2: Заготовка PCI - платы (3.3В)
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Рисунок 5-3: Ребро разъема на PCI - плате
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Рисунок 5-4: ISA - сборка (5В)��

Рисунок 5-5: ISA - Сборка (5В)��

Рисунок 5-6: MC - сборка (5В)�� EMBED PBrush  ���

Рисунок 5-7: MC - сборка (3.3В)��

Рисунок 5-8: Кронштейн ISA
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Рисунок 5-9: Крепежный элемент ISA
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Рисунок 5-10: Распорка кронштейна MC

��

Рисунок 5-11: Кронштейн MC��



Рисунок 5-12: Детали кронштейна MC

�5.2.1.  Физическое описание разъема



Разъемы,  поддерживающие  PCI платы расширения,  отведены от  шины MC.  MC разъемы подробно описаны и имеют проверенное качество и надежность. Имеются  четыре разъема, которые могут использоваться в зависимости от PCI реализации. Различия между разъемами - 32 бит и 64 бит, и 5В и 3.3В среды передачи сигналов. Специальный код (ключ) дифференцирует показатели напряжения. Такой же физический разъем используется для 32-разрядных сигнальных оборудований. В одном положении ключ настроен на работу с 5В платами. При повороте на 180(, разъем допускает  3.3В платы. Вывод нумерует изменения разъема для различных сред передачи сигналов, чтобы поддержать то же самое относительное размещение сигналов на разъеме (см. Рисунки 5-14, 5-15, 5-17, и 5-l9 для детального изучения  расположения платы). 



На рисунках разъема, рекомендуемые детали схемы расположения даны как номинальные величины. Предельно допустимые отклонения в схеме расположения деталей  должны  соответствовать  рекомендациям изготовителя разъемов и принятой инженерной практике.



См. рисунки с 5-13 по 5-19 для изучения размеров разъема и рекомендаций  по схеме расположения. См. рисунки 5-20 до 5-26 для изучения размеров  соединительного устройства для плат и допусков. Допуски для плат даны таким образом, чтобы можно было выпускать взаимозаменяемые платы . 
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Рисунок 5-13 :  32-битовый разъем
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Рис. 5-14 :   Рекомендации по схеме расположения 5В/32-битового разъема


�
�


Рис. 5-15 :  Рекомендации по схеме расположения 3.3V/32-битового разъема



�

Рис. 5-16 :  5V/64-битовый разъем
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Рис. 5-17 :  Рекомендации по схеме расположения 5V/64-битового разъема
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Рисунок 5-18 :  3.3V/64-битовый разъем
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Рисунок 5-19 :  Рекомендации по схеме расположения 3.3V/64-битового разъема
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Рисунок 5-20 :  Размеры 5V/32-битового соединительного устройства для плат и допуски
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Рисунок 5-21: Размеры 5V/64-битового соединительного устройства для плат и допуски
�
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Рисунок 5-22: Размеры 3.3V/32-битового соединительного устройства для плат и допуски
�
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Рисунок 5-23: Размеры 3.3V/64-битового соединительного устройства для плат и допуски
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Рисунок 5-24 : Размеры универсального соединительного устройства для 32-битовых плат и допуски
�
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Рисунок 5-25:  Размеры универсального соединительного устройства для 64-битовых плат  и допуски
�
�


Рисунок 5-26:  Контакты соединительного устройства для плат PCI



В таблице 5-1 перечислены разъемы PCI предлагаемые изготовителями.

Могут быть использованы и другие разъемы, если они соответствуют техническим характеристикам, изложенным в этом документе.




Таблица 5-1: разъемы PCI




Описание�AMP P/N�Burndy P/N�Foxconn P/N��32-bit, 5V�646255-1�CEE2X60S-V3Z14W�TBD��32-bit, 3.3V�646255-1�CEE2X60S-V3Z14W�TBD��64-bit, 5V�TBD�TBD�TBD��64-bit, 3.3V�TBD�TBD�TBD��

Эта спецификация не содержит указаний относительно использования запасных частей того или иного производителя для конкретных условий функционирования.



�
5.2.1.1. Требования к физическим характеристикам разъема




Таблица 5-2 : Требования к физическим характеристикам разъема



Часть�Материалы��Корпус разъема�Полифенилина сульфид, UL класс легковоспламеняющихся 94V-0,

цвет : белый.��Контакты�Фосфоризованная  бронза.��Отделка контакта�Как минимум 0.000030-дюймовое золотое покрытие над не более чем 0.000050-дюймовым никелевым припоем в области контакта.

В качестве альтернативы допустимо нанесение золотого блеска толщиной как минимум 0.000040 дюйма (1 микрон) из палладия или сплава палладий-никель над никелевым припоем в области контакта.��

5.2.1.2. Стандартные технические характеристики



Таблица 5-3 : Требования к механическим характеристикам разъема



Параметр�Требования стандарта��Долговечность�100 сопряженных циклов без физических повреждений или превышения предельно-допустимых показателей контактного сопротивления при соединении с платами подобранными в соответствии с рекомендациями.��Сила сцепления�6 oz. (1.7N) максимум на противопоставленную контактную пару с использованием MIL-STD-1344, метод 2013.1 и датчик на MIL-C-21097 с профилем как показано в спецификации встроенной платы.��Нормальная сила контактного сцепления�75 грамм минимум.��

Таблица 5-4 : Требования к электрическим характеристикам разъема



Параметр�Требования стандарта��Сопротивление контакта�(низкий уровень сигнала) 30 mОм max. при инициализации,  максимальное увеличение при проведении тестирования 10  mОм. Испытания по определению контактного сопротивления проводятся с использованием MIL-STD-1344, метод 3002.1.��Сопротивление изоляции�1000 M( min. использован измерительный прибор MIL-STD-202, метод 302. Положение B.��Диэлектрическая прочность по напряжению�500V переменного тока. Использован измерительный прибор  MIL-STD-1344, метод D3001.1. Положение 1.��Ёмкость�2 pF max. @1 MHz.��Текущая оценка�повышение на 1A при увеличении на 30 (C.��Оценка напряжения�125V.��Сертификат качества�UL Распознавание и требуемое подтверждение  CSA ��
�
Таблица 5-5:  Требования к характеристикам разъема,


касающихся 
 
окружения





Параметр�Требования стандарта��Рабочая температура�от - 40 (C  до  +105 (C��Термический удар�от -55 (C  до  +85 (C,   5 циклов на MIL-STD-1344,            метод 1003.1.��Испытания в потоке смешанного газа�Баттель, класс 2. Разъем сопряжен с платой и испытан по методу Баттеля.��





5.2.2. Планарное исполнение 



Возможны два типа планарного исполнения: разъемы монтируются на плоскости или на плате. Для иллюстрации здесь приводится подробное описание только разъемов, монтированных на плоскости. Эти  основные принципы могут быть приложены к конструкции плат. Смотри рис.5-27, 5-28  и 5-29 для изучения деталей EISA, ISA и МС плат, соответственно. На рисунках показано относительное взаиморасположение базовых линий разъема PCI  5V и 3.3V к базовым линиям разъемов EISA, ISA и MC. Оба разъема на 5V и 3.3V показаны на плоскости с точным соблюдением пропорций. По нормальному, эта система должна включать в себя либо PCI разъем на 5V, либо на 3.3V , но не оба сразу. Стандартные зазоры между платами составляют 0.8 дюйма для ISA/EISA и 0.85 дюйма для МС, вследствие чего в системе имеется только один общий слот для всех плат. Система PCI допускает установку дополнительных слотов в том случае, если существующее пространство окажется недостаточным для размещения плат. Если смотреть на конструкцию сзади, то общий слот размещен таким образом, что слоты ISA, EISA или МС располагаются справа, а PCI слоты слева.



�
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Рисунок 5-27 : Расположение PCI разъема на плоскости относительно базовой линии ISA разъема.
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Рис. 5-28 : Расположение PCI разъема на плоскости относительно базовой линии EISA разъема
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Рис. 5-29 : Расположение PCI разъема на плоскости относительно  базовой линии МС разъема
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